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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Vorrichtung und Verfahren zurn planen Verbinden zweier Wafer fur ein Dunnschleifen und ein Trennen eines 
Produkt-Wafers 

(§) Die Vorrichtung zum planen Verbinden zweier Wafer (1, 
2) fur ein Dunnschleifen und ein Trennen eines Produkt- 
Wafers (1) weist eine Vakuumkammer (3), einen Chuck (4) 
zur Aufnahme eines Trager-Wafers (2), eine Heizvorrich- 
tung (6) zum Aufheizen des Chucks (4) und einen Vakuum- 
kammerdeckel (18) mit einer Vakuumhaltevorrichtung 
(19) auf, an der ein Produkt-Wafer (1) hangend uber dem 
Trager-Wafer (2) angeordnet werden kann. Zum Verbin- 
den wird nach Evakuieren der Vakuumkammer der Pro- 
dukt-Wafer (1) mit seiner aktiven Oberflache auf eine dop- 
pelseitig klebende Folie auf dem Trager-Wafer fallenge- 
lassen und durch den ansteigenden Druck beim Beluften 
angepref&t 
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[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein 
Verfahren zum planen Verbinden zweier Wafer fur ein 
Diinnschleifen und ein Trennen eines Produkt-Wafers ent- 5 
sprechend dem Gegenstand der unabhangigen Anspriiche. 
[0002] Aus der Druckschrift US 6,045,073 ist ein Verfah- 
ren zum Diinnschleifen von Halbleiterchips bekannt, bei 
dem die Chips zunachst elektrisch auf ihrer aktiven Oberfla- 
che mit einer Kontaktoberflache eines Systemtragers iiber 10 
Kontakthocker verbunden und im Randbereich mit einer 
Silconmasse vergossen werden. AnschlieBend wird die • 
Riickseite der Chips von Silikonresten befreit und die Riick- 
seite des Chips einem PlasrriaatzprozeB ausgesetzt, um den 
Chip auf wenige um diinnzuatzen. 15 
[0003] Dieses Verfahren hat den Nachteil, daB das Diin- 
natzen nicht auf einem groBflachigen Wafer gleichzeitig fur 
viele Chips anwendbar ist, sondern lediglich auf relativ 
kleine Flachen eines einzelnen Chips beschrankt ist. Das 
Beschranken der bisherigen Losungen auf das Diinnatzen 20 
von einzelnen Chips liegt im wesentlichen daran, daB ein 
planes Verbinden eines groBflachigen TYagers mit einem 
groBflachigen Wafer problematisch ist Schon bei geringen 
Abweichungen der Parallelitat des Tragers und des Wafers 
ergeben sich erhebliche Dickenunterschiede von einem 25 
Randbereich des Wafers zum anderen Randbereich, so daB 
ein gleichmaBiges Dunnatzen des gesamten Wafers auf we- 
nige um mit dem bisher bekannten Verfahren nicht realisiert 
werden kann, zumal handelsiibliche Wafer einen Durchmes- 
ser von 150 bis 300 mm aufweisen. 30 
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Vorrich- 
tung und ein Verfahren zum planen Verbinden zweier Wafer 
fur ein Diinnschleifen und ein Trennen eines Produkt- Wa- 
fers zu schaffen, bei dem es nicht erforderlich ist, den Pro- 
dukt- Wafer erst in Chips zu trennen, um inn dann auf ent- 35 
sprechendem Tragermaterial oder in einer entsprechenden 
Halbleiterverpackung von der Riickseite diinnzuatzen. Dar- 
iiber hinaus soil die Erfindung ein Verfahren angeben, bei 
dem mit hoher Prazision ein planes Verbinden zweier Wafer 
moglich wird, ohne daB Verwerfungen, Verwolbungen, Nei- 40 
gungen oder andere groBflachige Defekte bei dem Verbin- 
den auftreten. 

[0005] Gelost wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand 
der unabhangigen Anspriiche. Merkmale bevorzugter Aus- 
fiihrungsformen ergeben sich aus den Unteranspriichen. 45 
[0006] ErfindungsgemaB umfaBt die Vorrichtung zum pla- 
nen Verbinden zweier Wafer aufeinander eine Vakuumkam- 
mer mit Evakuierungseinrichtung fur das Kammervolumen, 
einen Chuck mit Evakuierungseinrichtung zur Aufhahme ei- 
nes Trager-Wafers mit einseitig auf den Trager- Wafer ange- 50 
brachter doppelseitig klebender Folie oder einer klebenden 
Schicht, eine Heizvorrichtung zum Aufheizen des Chucks 
und einen Vakuumkammerdeckel mit einer Vakuumhalte- 
vorrichtung fur einen Produkt- Wafer, die derart an dem Va- 
kuumkammerdeckel angeordnet ist, daB der Produkt-Wafer 55 
flachenkongruent iiber dem Trager- Wafer vor dem Verbin- 
den von Produkt-Wafer und Trager- Wafer in einem Abstand 
hangend in der Vakuumkammer angeordnet ist. 
[0007] Diese Vorrichtung hat den Vorteil, daB der Abstand 
bzw. Zwischenraum zwischen einem von der Vakuumhalte- 60 
vorrichtung gehaltenen Produkt-Wafer und der klebenden 
Oberflache der doppelseitig klebenden Folie auf dem unter- 
halb des Produkt- Wafers auf einem Chuck angeordneten 
Trager-Wafers mit einer beidseitig klebenden Folie vollstan- 
dig evakuiert werden kann, so daB keinerlei Kontamination 65 
und keinerlei mikroskopische Gasbiasen die Ebenheit und 
Planaritat zwischen beiden Wafern verschlechtern kann. Ein 
weiterer Vorteil dieser Vorrichtung ist, daB der von einer Va- 
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kuumhaltevorrichtunJ^Baltene Produkt-Wafer hangend 
angeordnet ist, und sonuTmit seiner aktiven Oberflache nach 
unten gerichtet ist, so daB sich keinerlei Staub oder andere 
Kontaminationspartikel auf der Oberflache niedersetzen 
konnen, bevor die Oberflache mit der beidseitig klebenden 
Folie in Beriihrung kommt. Ein weiterer Vorteil dieser Erfin- 
dung ist, daB automatisch in dem Augenblick, in dem das 
Vakuum in der Vakuumkammer durch Abpumpen geringer 
wird als das Vakuum, mit dem der Produkt-Wafer hangend 
iiber dem TYager- Wafer gehalten wird, der Produkt-Wafer 
von seiner Vakuumhalterung herunterfallt und sich flach 
ohne jedes Gaspolster auf der doppelseitig klebenden Folie 
absetzen kann. Ein weiterer Vorteil dieser Vorrichtung ist, 
daB der Produkt-Wafer in freiem Fall den Abstand zwischen 
Produkt-Wafer und beidseitig klebender Folie ohne jedes 
Verkanten iiberwinden kann und plan auf die Folie fallt 
[0008] Um ein sicheres Absetzen des Produkt- Wafers auf 
der beidseitig klebenden Folie des Trager-Wafers zu ge- 
wahrleisten, weist in einer Ausfuhrungsform der Erfindung 
die Vakuumhaltevorrichtung Fuhrungsstifte auf, die senk- 
recht aus ihrer Oberflache herausragen und konisch geformt 
sind. Diese Fiihrungsstifte sind auf der Vakuumhaltevorrich- 
tung mit ihrer Konusgrundflache positioniert, wahrend die 
Konusspitze aus der Vakuumhaltevorrichtung herausragt. 
Diese Anordnung hat den Vorteil, daB der Produkt-Wafer 
ungehindert und dennoch gefiihrt durch die Fuhrungsstifte 
von der Vakuumhaltevorrichtung am Vakuumhaltedeckel 
automatisch und planparallel abfallen kann, ohne sich an 
den Fiihrungsstiften zu verkanten oder zu verklemmen, da 
sie in dieser Ausfuhrungsform konisch geformt sind 
[0009] Um diese sichere Fuhrung zu gewahrleisten, sind 
die Fuhrungsstifte der Vakuumhaltevorrichtung im Randbe- 
reich des Produkt-Wafers angeordnet. Gleichzeitig sind die 
Fuhrungsstifte der Vakuumhaltevorrichtung in Bezug auf 
den Chuck, der den Trager- Wafer tragt, derart angeordnet, 
daB eine prazise und ausgerichtete Ablage und Aufnahme 
des Produkt-Wafers auf der doppelseitig klebenden Folie 
oder auf der klebenden Schicht des Trager- Wafers auf dem 
Chuck sichergestellt ist. Dieses wird einerseits durch ein 
prazises Zusammenfuhren des Vakuumkammerdeckels mit 
der Vakuumkammer und andererseits durch das exakte Ein- 
legen des Produkt-Wafers zwischen den Fiihrungsstiften er- 
reicht. 

[0010] Zur Steuerung der einzelnen Verfahrensschritte 
sind in den Vakuumleitungen und in den Verbindungen zwi- 
schen einer oder mehreren Evakuierungseinrichtungen Va- 
kuumventile vorgesehen. 

[0011] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
umfaBt die Vorrichtung ein erstes Vakuumventil zwischen 
einer Evakuierungseinrichtung der Vakuumhaltevorrichtung 
und dem Vakuumkammerdeckel, ein zweites Vakuumventil 
zwischen der Evakuierungseinrichtung fiir das Kammervo- 
lumen und der Vakuumkammer und ein drittes Vakuumven- 
til zwischen der Evakuierungseinrichtung des Chucks und 
dem Chuck. Mit diesen Vakuumventilen lassen sich die ein- 
zelnen ProzeBschritte steuern und die Positionen sowohl des 
Trager-Wafers als auch des Produkt-Wafers sicher handha- 
ben. 

[0012] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung sind min- 
destens drei Fuhrungsstifte auf der Vakuumhaltevorrichtung 
angeordnet, da mit drei Fuhrungsstiften eine klare Fixierung 
in X- und Y-Richtung erfolgen kann. Eine verbesserte Ver- 
sion der Vorrichtung sieht vor, daB mindestens funf Fiih- 
rungsstifte auf der Vakuumhaltevorrichtung angeordnet 
sind. Mit jeweils funf Fuhrungsstiften fur einen Wafer ist 
dieser sicher vor Verrutschen, Verkanten, Versetzen oder in 
anderer Weise Verschieben gesichert. 
[0013] Eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung sieht 
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vor, daB die Fiihrungsstifte j^H^nge aufweisen, die min- 
destens der Dicke des Produkt-Wafers plus dem Abstand 
zwischen Produkt- Wafer und doppelseitig klebender Folie 
bzw. der klebenden Schicht entspricht, und der geringer als 
der Abstand zwischen der Oberflache der Vakuumhaltevor- 5 
richtung des Vakuumdeckels und der Oberflache des Chucks 
ist. Dabei ist der Abstand zwischen dem an der Vakuumhal- 
tevorrichtung hangenden Produkt-Wafer und dem auf dem 
Chuck liegenden Trager- Wafer so bemessen, daB ein siche- 
res Vakuumtrocknen der gegenuberliegenden Oberflachen 10 
moglich ist, so daB die doppelseitig klebende Folie an ihrer 
Oberflache vGllig ausgasen kann, und der Produkt-Wafer auf 
der gegenuberliegenden Seite eine vollstandig trockene 
Oberflache aufweist und keinerlei Case nach dem Evakuie- 
ren der Vakuumkammer zwischen den zu verklebenden 15 
Oberflachen vorhanden sind. Der Abstand hangt ferner von 
der GroBe der gegenuberliegenden Flachen ab. Je groBer 
diese Flachen sind, desto groBer muB der Abpumpquer- 
schnitt gewMhlt werden und folglich der Abstand zwischen 
den Wafer eingestellt sein. In einer weiteren Ausfuhrungs- 20 
form der Erfindung liegt der Abstand fur 6 bis 12-Zoll- Wa- 
fer (150 bis 300 mm) zwischen 3 und 15 Millimetem. Bei 
Wafern bis 6 Zoll kann der Abstand bis auf einen Millimeter 
reduziert werden. 

[0014] Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung sieht 25 
vor, daB die Fiihrungsstifte an ihrer Konusgrundfl ache einen 
Durchmesser von 200 um bis 1200 um aufweisen und an ih- 
rer Konusspitze einen Durchmesser zwischen 100 und 
500 um besitzen. Derartig schlanke und diinne Stifte haben 
den Vorteil, daB sie auBerst nachgiebig sind und bei der Fun- 30 
rung des Produkt- Wafers moglichst geringe Spannungen in 
dem Produkt-Wafer induzieren. 

[0015] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
weistdie Vakuumhaltevorrichtung Vertiefungen auf, die mit 
einer Evakuierungseinrichtung iiber ein erstes Vakuumven- 35 
til verbindbar sind. Derartige Vertiefungen sind als konzen- 
trische Nuten in die Vakuumhaltevorrichtung eingeformt 
und weisen in ihrem Nutgrund Bohrungen auf, die mit der 
Evakuierungseinrichtung fur die Vakuumhaltevorrichtung 
kommunizieren. Mit dieser Ausfuhrungsform wird gewahr- 40 
leistet, daB der Produkt-Wafer auf seiner Ruckseite groBfla- 
chig mit Vakuum beaufschlagt wird und plan auf der Ober- 
flache der Vakuumhaltevorrichtung an dem Vakuumkam- 
merdeckel hangt. 

[0016] Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung sieht 45 
vor, daB der Chuck Positionierungsstifte aufweist, die senk- 
recht auf der Oberflache des Chucks herausragen. Diese Po- 
sitionierungsstifte konnen ahnlich wie die Fuhrungsstifte fur 
den Produkt-Wafer gestaltet sein, womit gleiche Vorteile 
auch fur den Trager- Wafer gegeben sind. Andererseits muB 50 
der Trager- Wafer nicht iiber die Abstandsstrecke zwischen 
Trager- Wafer und Produkt-Wafer gefuhrt werden. Insoweit 
konnen die Positionierungsstifte auch zylindrische Formen 
aufweisen und eine Lange haben, die geringer oder gleich 
der Dicke des Trager- Wafers ist Bei konischer Ausbildung 55 
der Positionierungsstifte konnen diese iiber den Trager- Wa- 
fer hinausstehen und zum Zufuhren des Produkt- Wafers bei- 
tragen. Dazu sind die Positionsstifte des Chucks in Bezug 
auf die Vakuumhaltevorrichtung derart angeordnet, daB eine 
prazise und ausgerichtete Ablage und Aufnahme des Pro- 60 
dukt- Wafers auf der doppelseitig klebenden Folie oder auf 
der klebenden Schicht des Trager- Wafers auf dem Chuck si- 
chergestellt ist. 

[0017] Insbesondere wenn sowohl Fuhrungsstifte als auch 
Positionierungsstifte iiber die jeweiligen Waferoberflachen 65 
hinausragen, sind sie nicht nur in vorteilhafter Weise ko- 
nisch geformt, sondem sollten die Dicke des jeweiligen Wa- 
fers plus dem zwischen den Wafem liegenden Abstand nicht 




uberschreiten, um sic^^ptellen, daB weder die Fiihrungs- 
stifte noch die Positionierungsstifte die Oberflachen des ge- 
genuberliegenden Chucks bzw. der gegenuberliegenden Va- 
kuumhaltevorrichtung beriihren. 

[0018] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform sind die 
Positionierungsstifte zylindrisch ausgebildet und weisen 
eine geringere Lange auf als die Dicke des Trager-Wafers 
auf. Dieses ist zulassig, da sie in dieser Ausfuhrungsform 
zur Fuhrung des Produkt- Wafers nicht beitragen, sondern 
den Trager- Wafer exakt und flachenkongruent zum Produkt- 
Wafer ausrichten. 

[0019] Oberschreitet die Summe der Langen von Positi- 
onsstiften und Fuhrungsstiften zusammen den Abstand zwi- 
schen der Oberflache des Chucks und der Oberflache der Va- 
kuumhaltevorrichtung, so sind in einer weiteren Ausfuh- 
rungsform der Erfindung die Positionierungsstifte gegen- 
iiber den Fuhrungsstiften in Bezug auf den Rand der zu ver- 
bindenden Wafer versetzt angeordnet. Damit ist gleichzeitig 
gewahrleistet, daB Positionierungs- und Fuhrungsstifte nicht 
aufeinanderstoBen konnen. Sowohl der Chuck als auch die 
Vakuumhaltevorrichtung weisen Befestigungsmoglichkei- 
ten fur die Positionierungsstifte bzw. Fuhrungsstifte auf, die 
ein Anpassen an die jeweilige GroBe eines Wafers zulassen. 
[0020] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
weist die Vorrichtung eine Heizung auf, die am Chuck ange- 
ordnet ist und ein Aufheizen des Chucks zwischen 60 und 
200°C ermoglicht. Eine weitere Heizung kann auch die Va- 
kuumhaltevorrichtung aufweisen, um ein Entgasen der 
Oberflache des Produkt- Wafers zu unterstiitzen. 
[0021] Ein Verfahren zum planen Verbinden zweier Wafer 
fur ein Dunnschleifen und Trennen eines Produkt- Wafers, 
wobei der eine Wafer ein Trager- Wafer mit einer doppelsei- 
tig klebenden Folie oder mit klebender Schicht ist und der 
zweite Wafer ein Produkt-Wafer ist, weist folgende Verfah- 
rensschritte auf: 

- Aufziehen der doppelseitig klebenden Folie oder der 
klebenden Schicht auf den Trager- Wafer, 

- Einlegen des Trager- Wafers zwischen Positionie- 
rungsstiften bzw. Pins auf einem Chuck einer Vakuum- 
kammer, 

- Einlegen des Produkt-Wafers zwischen Fuhrungs- 
stiften einer Vakuumhaltevorrichtung eines Vakuum- 
kammerdeckels und Fixieren des Produkt-Wafers 
durch Offnen eines ersten Vakuumventils, das die Va- 
kuumhaltevorrichtung mit einer Evakuierungseinrich- 
tung verbindet, 

- SchlieBen der Vakuumkammer und Evakuieren der 
Vakuumkammer auf ein gleiches oder hoheres Vakuum 
als das Vakuum der Vakuumhaltevorrichtung durch 
Offnen eines zweiten Vakuumventils, 

- Beluften der Vakuumkammer nach SchlieBen der 
Vakuumventiie und Offnen von Beluftungsoffnungen 
unter gleichzeitigem planen Aufeinanderpressen der 
Wafer durch den ansteigenden Druck in der Vakuum- 
kammer. 

[0022] Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB ohne mecha- 
nische Hilfsmittel der von der Vakuumhaltevorrichtung am 
Vakuumkammerdeckel hangend gehaltene Produkt-Wafer 
nach SchlieBen der Vakuumkammer und Evakuieren der Va- 
kuumkammer auf gleiches oder hoheres Vakuum als das Va- 
kuum der Vakuumhaltevorrichtung von der Vakuumhalte- 
vorrichtung abfallt und sich plan auf die ihm zugewandte 
Oberflache der doppelseitig klebenden Folie auf dem TVa- 
ger-Wafer fallt. Bei diesem Fallen wird der Produkt-Wafer 
durch die rund um seinen Rand angeordneten Fuhrungsstifte 
gefuhrt, so daB er sich weder seitlich verschiebt, noch beim 
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Herunterfallen verkantet. D^^Hd die FUhrungsstifte, wie 
oben ausgefuhrt, konisch geBrmt und uberbriicken auf- 
grund ihrer Lange den Abstand zwischen der Vakuumhalte- 
vorrichtung und der Oberflache der doppelseitig klebenden 
Folie auf dem Trager-Wafer. Weiterhin hat dieses Verfahren 5 
den Vorteil, daB der Produkt-Wafer mit seiner aktiven Ober- 
flache in einem Abstand zur Oberflache der doppelseitig 
klebenden Folie auf dem Trager- Wafer, der seinerseits auf 
dem Chuck angeordnet ist, gehalten werden kann, so daB 
wahrend der Evakuierungsphase der Vakuumkammer der 10 
Zwischenraum zwischen den beiden Oberflachen vollstan- 
dig entgasen kann und die zusammenzubringenden Oberfla- 
chen von Produkt- Wafer und doppelseitig klebender Folie 
vakuumgetrocknet werden. 

[0023] Der Pumpquerschnitt zwischen den beiden Ober- 15 
flachen fur das anliegende und anwachsende Vakuum der 
Vakuumkammer kann durch den Abstand zwischen den bei- 
den Oberflachen den Erfordernissen des Entgasens und Va- 
kuumtrocknens sowie dem Erfordernis der vollstandigen 
Evakuierung des Zwischenraumes zwischen Produkt-Wafer 20 
und doppelseitig klebender Folie angepaBt werden. Der Ab- 
pumpquerschnitt ist in diesem Fall die Mantelflache des 
Zwischenraurns zwischen der Oberflache des Produkt- Wa- 
fers und der Oberflache der doppelseitig klebenden Folie 
entlang dem AuBenrand des Produkt-Wafers. Somit wird der 25 
Abpumpquerschnitt von dem Abstand zwischen Produkt- 
Wafer-Oberflache und doppelseitig klebender Folie sowie 
der GroBe des Produkt-Wafers bestimmt. Ein weiterer Vor- 
teil der erfindungsgemaBen Vorrichtung ist es, daB der Ab- 
pumpquerschnitt durch VergroBern des Abstands zwischen 30 
Produkt-Wafer und doppelseitig klebender Folie den Erfor- 
dernissen des Prozesses angepaBt werden kann. So ist es 
mdglich, zur Verminderung der Abpumpzeit und damit der 
Produktionszeit bei ausreichender Kapazitat der Evakuie- 
rungseinrichtung den Abpumpquerschnitt durch VergroBern 35 
des Abstandes zu VergroBern und den Abpumpquerschnitt 
zu verkleinem, wenn die Abpumpzeit aufgrund verminder- 
ter Kapazitat der Evakuierungseinrichtung langer dauert. 
[0024] In einem Durchfuhrungsbeispiel des Verfahrens 
wird zusatzlich der Schritt des Diinnschleifens des plan auf- 40 
geklebten Produkt-Wafers auf eine Dicke unter 100 um 
durchgefuhrt. Dieses Dunnschleifen kann aufgrund des er- 
findungsgemaBen Verfahrens des Verbindens eines TVager- 
Wafers mit dem diinnzuschleifenden Produkt-Wafer mit auf 
wenige um begrenzten Dickenschwankungen uber die 45 
GroBe der Produkt- Wafer-Flache in einem entsprechenden 
Dunnschleifautomaten erfolgen. Jede Abweichung beim 
planen Verbinden der beiden Wafer von ihrer Planparalleli- 
tat wirkt sich auf die GleichmaBigkeit der Dicke des diinn- 
geschliffenen Wafers aus. Da jedoch aufgrund des erfin- 50 
dungsgemaBen Verfahrens die aktive Flache des Produkt- 
Wafers unter Vakuum auf die doppelseitig klebende Folie 
verbracht wird, sind Restgaspolster Gasblasenbildungen 
zwischen den Wafern, die Ursache einer nicht-planen \fer- 
bindung zwischen Produkt-Wafer und Trager-Wafer sein 55 
konnten, ausgeschlossen. 

[0025] Bei einem weiteren Durchfuhrungsbeispiel der Er- 
findung wird der unter 100 um dunngeschliffene Produkt- 
Wafer auf eine Dicke bis zu 15 um dunngeatzt. Diese Ver- 
fahrensvariante hat den Vorteil, daB das atzmechanische 60 
Dunnschleifen bei zunehmend diinner werdendem Wafer 
weit unter 100 um nicht beibehalten wird und auf ein reines 
Dunnatzen ohne jede mechanische Belastung fur ein Diin- 
nen auf 15 pm ubergegangen wird. Nach dem Diinnatzen 
des Produkt-Wafers ist dieser nach wie vor mit dem Trager- 65 
Wafer verbunden, so daB er mechanisch vom Trager-Wafer 
gestiitzt wird. 

[0026] Ein Trennen des Produkt-Wafers in einzelne Chips 



kann sowohl mit als ^■■bhne anhaftendem Trager-Wafer 
erfolgen. Wird der TYager-Wafer vor dem Trennen oder Auf- 
sagen des Produkt-Wafers in einzelne Chips von dem Pro- 
dukt-Wafer getrennt, so wird noch vorher der mit dem Tra- 
ger-Wafer verbundene Produkt-Wafer auf einen mit Folie 
gespannten Sagerahmen geklebt und dann der Trager-Wafer 
durch Aufheizen eines iiber Losetemperatur fur die Folie 
oder den Kleber z. B. auf mindestens 120°C beheizten 
Chucks zum Ablosen der doppelseitig klebenden Folie und 
zum Abnehmen des Trager- Wafers erhitzt. Danach kann 
dann der dunngeschliffene und geatzte Produkt-Wafer in 
dem gespannten Sagerahmen in einzelne Chips getrennt 
werden. Unter Losetemperatur wird eine Temperatur ver- 
standen, bei der die Klebefahigkeit nachlaBt und ein Abld- 
sen des Produkt-Wafers von dem TYager-Wafer mdglich 
wird. Die Losetemperatur kann durchaus unterhalb der 
Schmelztemperatur der doppelseitig klebenden Folie bzw. 
der klebenden Schicht liegen. 

[0027] Bei einer Variante des Trennverfahrens des diinn- 
geschliffenen Produkt-Wafers in einzelne Chips wird zu- 
nachst der Wafer- Verbund aus einem dunngeschliffenen und 
diinngeatzten Produkt-Wafer und einem Trager-Wafer ei- 
nem Trennschritt unterworfen, bei dem der dunngeschlif- 
fene und diinngeatzte Produkt-Wafer in Chips getrennt wird, 
und anschlieBend wird der gesamte Verbund- Wafer auf eine 
Tragerfolie geklebt, wobei die dunngeschliffenen und diinn- 
geatzten und nun getrennten Chips auf die Tragerfolie ge- 
klebt werden. Zur Abnahme des die Chips haltenden Trager- 
Wafers wird der Verbund aus Verbund- Wafer und doppelsei- 
tig klebender Folie auf die Schmelztemperatur der doppel- 
seitig klebenden Folie aufgeheizt und der Trager-Wafer von 
dem Gesamtverbund abgezogen, so daB anschlieBend die 
dunngeschliffenen und diinngeatzten Chips aufgeklebt auf 
einer Tragerfolie zur Weiterverarbeitung zur Verfugung ste- 
hen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB das Trennen des 
dunngeschliffenen und diinngeatzten Produkt-Wafers in 
Chips mit Sagetrenn verfahren durchgefuhrt werden konnen, 
bei denen ein Wafer in Chips geteilt wird. 
[0028] Eine weitere Variante sieht vor, daB der Produkt- 
Wafer noch bevor er in die erfindungsgemaBe Vorrichtung 
zum Verbinden mit einem Trager-Wafer eingebracht wird, 
an seiner Oberflache mit Sagenuten versehen wird, die be- 
reits die Oberflache des Produkt-Wafers in einer Tlefe bis zu 
100 um in einzelne Chipflachen aufteilen, so daB automa- 
tisch nach dem Dunnschleifen und Dunnatzen des Produkt- 
Wafers dieser zu einzelnen Chips getrennt auf dem Trager- 
Wafer vorliegt. 

[0029] Somit hat das erfindungsgemaBe Verfahren den 
Vorteil, daB alle drei Varianten eines TVennens eines Pro- 
dukt-Wafers in Chips unter Dunnschleifen und Dunnatzen 
des Produkt-Wafers durchgefuhrt werden konnen. Das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren des planen Verbindens eines Pro- 
dukt-Wafers mit einem Trager-Wafer durch eine doppelsei- 
tig klebende Folie verbessert somit die Erfolgsaussichten 
des Diinnschleifens, Dunnatzens und Vereinzelns eines Pro- 
dukt-Wafers zu dunngeschliffenen und diinngeatzten Chips. 
[0030] Somit werden mit dem erfindungsgemaBen Verfah- 
ren Produkt-Wafer und Trager-Wafer in einer Vakuumkam- 
mer mittels einer doppelseitig klebenden Folie gebondet. 
Als Trager-Wafer kann ein geschliffener Dummy-Wafer 
verwendet werden. Als verbindender Kleber wird die dop- 
pelseitig klebende Folie eingesetzt. Zuerst wird in die Kam- 
mer ein Trager-Wafer mit dem spater den Device- Wafer 
bzw. Produkt-Wafer und den Trager-Wafer verbindenden 
Kleber eingebracht 

[0031] Zur versatzfreien Zentrierung von Produkt-Wafer 
und Trager-Wafer werden konische Stifte verwendet. Der 
Device- Wafer wird auf der Wafer-Riickseite durch Vakuum 
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angesogen (Vakuum 1). Did^^Bner wird dann evakuiert 
(Vakuurn 2). Durch Ausgleichaes Druckes verliert Vakuum 
1 seine Haltekraft und der Produkt- Wafer fallt auf den TVa- 
ger, gefiihrt durch die konisch zulaufenden Pins bzw. Fiih- 
rungsstifte. Durch anschlieBende Beliiftung wird der Pro- 
dukt- Wafer dann gleichmaBig belastet und auf den TYager- 
Wafer bedriickt, was zu einer festen Verbindung fuhrt. Es 
wird kein Stempel fur das Andriicken des Device- Wafers 
verwendet. 

[0032] Ein Dunnen von Produkt- Wafern weit unter 100 
Mikrometer erfordert einen Trager-Wafer, der mit dem Pro- 
dukt- Wafer wahrend des Diinnens fest verbunden ist, und 
ihm die notwendige Stabilitat gibt. Als Materialien fiir den 
Trager- Wafer konnen Dummy-Wafer oder Keramik- Wafer 
eingesetzt werden. Am preiswertesten ist es, als Irager- Wa- 
fer einen vorgeschliffenen Dummy-Wafer einzusetzen. Das 
Vorabschleifen garantiert eine gleichbleibende Dicke, Uni- 
formitat und Oberflachenqualitat des TYager-Wafers. 
[0033] Der Produkt-Wafer und der Trager-Wafer werden 
durch eine doppelseitig klebende thermisch losbare Folie 
aufeinander geklebt. Der Produkt-Wafer wird nach dem 
Dunnen von dem Trager- Wafer durch Warmeeinwirkung 
wieder gelost. Bei ca. 120 Grad Celsius verliert die doppel- 
seitig klebende Folie ihre Klebekraft. Diese Folie ist im auf- 
gerollten Zustand mit zwei Deckfolien lagerfahig. 
[0034] Als erste Produkt-Wafer wurden Finger-Tip- 
Schreiben auf 80 Mikrometer, 60 Mikrometer und 40 Mi- 
krometer gediinnt. Die Scheiben wurden vorher eingesagt 
(Bevel-Cut-Before-Thinning). In diesem Fall wurden die 
getrennten Chips anschlieBend auf Systemtragern ausgelie- 
fert. 

[0035] Das Grundmodul der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung ist eine Vakuumkammer, die fur ein Vakuumverbinden 
zweier Wafer ausgestattet ist. Die erfindungsgemaBe Vor- 
richtung zum planen Verbinden von Wafern ermoglicht es, 
Trager- Wafer auf Produkt-Wafer mit einem Durchsatz von 
ca. 15 Wafern pro Stunde zu behandeln. Die mit der Vorrich- 
tung hergestellten Verbundwafer konnen in extrem diinnem 
Zustand des Produkt-Wafers noch gehandhabt werden. Der 
Produkt-Wafer auf dem Verbundwafer kann bis ca 70 Mi- 
krometer dunngeschliffen werden. Ein weiterer Abtrag des 
Produkt-Wafers kann durch Atzen erfolgen. 
[0036] Die Erfindung wird nun durch Ausfuhrungsformen 
anhand der beiliegenden Figuren naher erlautert. 
[0037] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer Vorrichtung 
zum planen Verbinden zweier Wafer aufeinander. 
[0038] Fig, 2 zeigt ein Detail einer Vorrichtung zum pla- 
nen Verbinden zweier Wafer aufeinander. 
[0039] Fig. 3 ist ein FluBdiagramm mit den Verfahrens- 
schritten eines Durchfuhrungsbeispiels des Verfahrens zum 
planen Verbinden zweier Wafer fur ein Diinnschleifen und 
ein Trennen eines Produkt-Wafers. 

[0040] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer Vorrichtung 
zum planen Verbinden zweier Wafer 1, 2 aufeinander. In 
Fig. 1 kennzeichnet das Bezugszeichen 3 eine Vakuumkam- 
mer, die mit einer nicht gezeigten Evakuierungseinrichtung 
fur das Kammervolumen verbunden ist. Das Bezugszeichen 
4 bezeichnet einen Chuck, der ebenfalls mit einer nicht ge- 
zeigten Evakuierungseinrichtung verbunden ist und auf sei- 
ner Oberflache 12 einen Trager-Wafer 2 aufnehmen kann. 
Das Bezugszeichen 5 zeigt eine doppelseitig klebende Folie, 
die in Fig. 1 mit einer ihrer klebenden Oberflachen mit dem 
Trager-Wafer 1 verbunden ist. Ziffer 8 bezeichnet eine Heiz- 
vorrichtung, die in der Lage ist, den Chuck 4 auf die 
Schmelztemperatur der doppelseitig klebenden Folie 5 auf- 
zuheizen. 

[0041] Die Vakuumkammer 3 wird nach unten durch eine 
Vakuumbodenplatte 29 abgeschlossen, wobei die Vakuum- 



bodenplatte 29 met^^pDurchftihrungen aufweist. Die 
Durchfuhrungen 30 unWl sind Stromdurchfuhrungen fur 
die Heizvorrichtung 8 des Chucks 4. Im Zentrum der Vaku- 
umbodenplatte 29 ist eine Hubdrehdurchfuhrung 32 ange- 
5 ordnet, mit weicher der Chuck in der Hone justiert werden 
kann und, falls erforderlich, gedreht werden kann. Diese 
Hubdrehvorrichtung weist ein Rohrstuck 33 auf, das gleich- 
zeitig als Vakuumleitung 34 zu der nicht gezeigten Evakuie- 
rungseinrichtung des Chucks 4 iiber ein Vakuumventil 22 . 
10 fuhrt. Das Rohrstuck 33 kann iiber eine Beluftungsoffnung 
28 im Inneren beliiftet werden, wenn das Vakuumventil 22 
geschlossen ist und damit die Verbindung zur Evakuierungs- 
einrichtung unterbrochen ist 

[0042] Die Vakuumbodenplatte 29 weist zusatzlich einen 
15 Rohrstutzen 35 auf, liber den die Vakuumkammer 3 nach 
Offhen des Vakuumventils 7 mit der nicht gezeigten Evaku- 
ierungseinrichtung iiber eine Vakuumleitung 45 verbunden 
werden kann. Die Vakuumkammer 3 kann iiber eine Beluf- 
tungsoffnung 27 beliiftet werden, wenn das Vakuumventil 7 
20 geschlossen ist. Auf der Vakuumbodenplatte 29 ist ein Rohr- 
stuck 37 mit einem unteren Hansen 38 und einem oberen 
Hansen 39 angeordnet, das eine Vakuumkammerwand 35 
bildet. Der untere Flansch 38 ist iiber einen ORing 40 vaku- 
umdicht mit der Vakuumbodenplatte 29 verbunden. Der 
25 obere Flansch 39 tragt einen Vakuumkammerdeckel 18, der 
seinerseits iiber einen O-Ring 41 vakuumdicht mit dem obe- 
ren Flansch 39 verbunden ist. 

[0043] An dem Vakuumkammerdeckel 18 ist eine Vaku- 
umhaltevorrichtung 19 angeordnet, auf deren vakuumseiti- 

30 ger Oberflache 20 ein Produkt-Wafer mit seiner Ruckseite 
angeordnet werden kann, so dafi der Produkt-Wafer mit sei- 
ner aktiven Oberflache 42 hangend an der Vakuumhaltevor- 
richtung 19 in dem Abstand a gegeniiber der zweiten kle- 
benden Oberflache der doppelseitig klebenden Folie 5 ge- 

35 halten werden kann. Zur Evakuierung der Vakuumhaltevor- 
richtung 19 ist diese iiber einen Rohrstutzen 43 und ein Va- 
kuumventil 6 mit einer nicht gezeigten Evakuierungsein- 
richtung iiber die Vakuumleitung 44 verbunden. Die Vaku- 
urnhaltevorrichtung 19 kann iiber eine Beluftungsoffnung 

40 26 bei geschlossenem Vakuumventil 6 beliiftet werden. 
[0044] Durch das Anordnen einer Vakuumhaltevorrich- 
tung 19 an einem Vakuumkammerdeckel 18 ist es mogiich, 
einen Produkt-Wafer 1 mit seiner aktiven Oberflache 42 ge- 
geniiberliegend zu einem Trager-Wafer in einem Abstand a 

45 anzuordnen, so daB der durch den Abstand a gebildete Zwi- 
schenraum zwischen Produkt-Wafer 1 und Trager-Wafer 2 
vollstandig evakuiert und entgast werden kann, und, falls er- 
forderlich, konnen die zu verbindenden Oberflachen des 
Produkt-Wafers mit einer der Oberflachen der doppelseitig 

50 klebenden Folie 5 vor dem Verbinden vakuumgetrocknet 
werden. Es ist folglich mogiich, erst nach dieser Vakuum- 
praparation der Oberflachen diese Oberflachen aufeinander 
zubringen, indem z. B. das Vakuum in der Vakuumkammer 
3 durch Abpumpen iiber das Vakuumventil 7 und die Vaku- 

55 umleitung 45 groBer wird als das Vakuum, das iiber die Va- 
kuumleitung 44 und das Vakuumventil 6 an der Vakuumhal- 
tevorrichtung 19 anliegt. Bei gleichem oder groBerem Va- 
kuum in der Vakuumkammer gegeniiber dem Vakuum der 
Vakuumhaltevorrichtung 19 fallt namlich der Produkt- Wa- 

60 fer mit seiner aktiven Oberflache aus seiner hangenden Po- 
sition auf die doppelseitig klebende Folie 5 und wird beim 
anschlieBenderi Beliiften der Vakuumkammer iiber die Be- 
luftungsoffnung 27 bei gieichzeitig geschlossenen Vakuum- 
ventilen 5, 7 und 22 durch den ansteigenden Druck in der 

65 Vakuumkammer 3 auf den Trager-Wafer gepreBt. 

[0045] Fig, 2 zeigt ein Detail A einer Vorrichtung zum 
planen Verbinden zweier Wafer 1 und 2 aufeinander. Der 
Trager-Wafer 2 ist dazu mit seiner Dicke D auf dem in Fig, 1 
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gezeigten Chuck 4 angeord^^Ker hier ausschnittsweise 
und teiiweise im Querschnitt gezeigt wird. Der Chuck 4 
kann von einer Heizvorrichtung 8 aufgeheizt werden. Ferner 
kann der Chuck 4 in Pfeilrichtung B evakuiert werden, so 
daB iiber Vakuumbohrungen 17 der Trager-Wafer auf dem 
Chuck 4 gehalten werden kann. Die exakte Positionierung 
des Trager- Wafers 2 auf dem Chuck 4 wird mittels Positio- 
nierungsstiften 23, 24, von denen in diesem Detail A ein Po- 
sitionierungsstift 24 gezeigt ist, vorgegeben. Ein derartiger 
Positionierungsstift 24 kann eine zylindrische Form aufwei- 
sen, solange seine Lange die Dicke D des Trager- Wafers 
plus der Dicke h der doppelseitig klebenden Folie 5 nicht 
uberschreitet. In der in dem Detail A abgebildeten Ausfuh- 
rungsform hat der Positionierungsstift 24 eine konische 
Form und steht mit seiner Konusgrundflache 25 auf der 
Oberflache 12 des Chucks 4 und ragt mit seiner Konusspitze 
47 aus der Oberflache 12 heraus. Die konische Ausfuhrung 
des Positionierungsstiftes 24 hat den Vorteil, daB die Konus- 
spitze 47 zur Fiihrung und Positionierung des Produkt- Wa- 
fers beitragen kann. 

[0046] Das Detail A zeigt dariiber hinaus einen teilweisen 
Querschnitt der Vakuumhaltevorrichtung 19, mit der ein 
Produkt- Wafer 1 mit seiner Ruckseite 48 an dem Vakuum- 
kammerdeckel 18, der in Fig. 1 gezeigt wird, gehalten wer- 
den kann. Die Vakuumhaltevorrichtung 19 wird in Pfeilrich- 
tung C evakuiert, wodurch die Ruckseite 48 des Produkt- 
Wafers 1 auf die Oberflache 20 der Vakuumhaltevorrichtung 
gepreBt wird. Dazu weist die Vakuumhaltevorrichtung Va- 
kuumbohrungen 17 auf, die in einer nicht gezeigten Ausfuh- 
rungsform in konzentrisch angeordneten Nuten in die Vaku- 
umhaltevorrichtung eingearbeitet sein kbnnen. Eine exakte 
Positionierung des Produkt- Wafers wahrend des Haltens 
durch die Vakuumhaltevorrichtung und wahrend des Verbin- 
dungsverfahrens zweier Wafer wird durch konische Fuh- 
rungsstifte 9 und 10 erreicht, von denen im Detail A der ko- 
nische Fuhrungsstift 10 gezeigt wird. Dessen Lange iiber- 
briickt den Abstand a zwischen der Oberflache 42 des Pro- 
dukt- Wafers und der Oberflache der doppelseitig klebenden 
Folie 5. Die konische Ausfiihrungsform des Fiihrungsstiftes 
10 stellt sicher, daB beim Herunterfallen des Produkt- Wafers 
auf die doppelseitig klebende Folie 5 ein Verkanten des Wa- 
fers an dem Fuhrungsstift 10 vermieden wird. Femer zeigt 
das Detail A, daB der Fuhrungsstift der Haltevorrichtung 20 
gegenuber dem Positionierungsstift 24 am Umfang der Wa- 
fer versetzt angeordnet ist, so daB sich die Stifte beim Auf- 
kleben und Verbinden des Produkt- Wafers nicht behindem. 
[0047] Da die Vorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt wird, die 
Moglichkeit besitzt, den Chuck 4 in seiner Hone iiber die 
Hub- und Drehdurchfiihrung 32 zu verstellen, kann es 
durchaus von Vorteil sein, die Fuhrungsstifte und die Positi- 
onsstifte genau aufeinander auszurichten, so daB gewahrlei- 
stet ist, daB beim Hochfahren des Chucks 4 in Richtung auf 
die Vakuumhaltevorrichtung 19 ein Mindestabstand a ge- 
wahrieistest ist und nicht aus Versehen die beiden Wafer 1, 2 
noch vor dem Evakuieren aufeinandergedriickt werden. 
[0048] Ein weiterer Vorteil der in den Fig. 1 und 2 gezeig- 
ten Vorrichtung liegt darin, daB der Abstand a wahrend des 
Vorgangs des Verbindens zweier Wafer 1, 2 fur ein Diinn- 
schleifen und ein spateres Trennen eines Produkt- Wafers 1 
variiert werden kann. So kann der Abpumpquerschnitt zu 
Beginn des Vorgangs groB gehalten werden, indem die Hub- 
vorrichtung des Chucks 4 in ihrer niedrigsten Position ange- 
ordnet ist, und vor dem Abfallen des Produkt- Wafers 1, d. h. 
solange das Vakuum in der Vakuumkammer 3 noch nicht 
das Vakuum der Vakuumhaltevorrichtung 19 erreicht hat, 
kann der Abstand a bis auf wenige Millimeter durch Anhe- 
ben des Chucks iiber die Hubdrehvorrichtung 32 vermindert 
werden. Durch das Zusammenfahren der beiden zu verbin- 
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denden Oberflachen, ^^pEh der aktiven Oberflache 48 des 
Produkt- Wafers 1 und der freien Oberflache der doppelseitig 
klebenden Folie 5, wird das Risiko eines Verkantens des 
herunterfallenden Produkt-Wafers 1 bei gieichem oder hd- 

5 herem Vakuum in der Vakuumkammer 3 gegenuber dem Va- 
kuum der Vakuumhaltevorrichtung 19 minimiert 
[0049] Fig. 3 ist ein FluBdiagramm mit den Verfahrens- 
schritten eines Durchfuhrungsbeispiels des Verfahrens zum 
planen Verbinden zweier Wafer fur ein Diinnschieifen und 

10 ein Trennen eines Produkt-Wafers 1. In einem ersten Verfah- 
rensschritt 50 wird von den zwei Deckfolien einer doppel- 
seitig klebenden Folie 5 die erste Deckfolie entfernt. In dem 
nachsten Verfahrensschritt 51 kann dann die freigelegte 
Oberflache der doppelseitig klebenden Folie 5 auf den TYa- 

15 ger- Wafer 2 aufgezogen werden. Dieses Aufziehen einer 
doppelseitig klebenden Folie auf einen Trager- Wafer kann 
bereits vollautomatisch unter Vakuum durchgefiihrt werden. 
Nach dem Aufziehen der doppelseitig klebenden Folie 5 auf 
den Trager- Wafer 2 folgt der Verfahrensschritt 52, bei dem 

20 der Trager- Wafer 2 mit doppelseitig klebender Folie zwi- 
schen den Pins bzw. Positionierungsstiften 23, 24 auf einen 
Chuck 4 eines Halbautomaten, wie er in Fig. 1 gezeigt wird, 
eingelegt wird. 

[0050] Im nachsten Schritt 53 kann die zweite Deckfolie, 

25 die sich noch auf der doppelseitig klebenden Folie berindet, 
von dieser entfernt werden. Dazu kann der Trager- Wafer 2 
auf dem Chuck 4 durch Evakuieren des Chucks 4 bereits fi- 
xiert sein. In einem Schritt 54 wird dann der zu schleifende 
Produkt- Wafer 1 zwischen den Pins oder Fuhrungsstiften 

30 des Vakuumkammerdeckels 18 des Halbautomaten, wie er 
in Fig. 1 gezeigt wird, angesaugt. Nach SchlieBen und Eva- 
kuieren der Vakuumkammer 3 in einem Schritt 55 talk der 
Produkt- Wafer 1, der von der Vakuumhaltevorrichtung 19 
hangend gehalten wurde, auf die klebende Oberflache der 

35 doppelseitig klebenden Folie 5. Durch Beliiften der Vaku- 
umkammer 3 im Verfahrensschritt 56 wird der Produkt- Wa- 
fer 1 mit seiner aktiven Oberflache 42 auf dem Trager- Wafer 
2 iiber die doppelseitig klebende Folie 5 aufeinandergelegt. 
[0051] Nach Entnahme des so entstandenen Verbundwa- 

40 fers aus einem Produkt-Wafer 1 und einem Trager-Wafer 2 
mit dazwischenliegender doppelseitig klebender Folie 5 
kbnnen sich weitere Verfahrensschritte anschlieBen, die ei- 
nerseits ein Diinnschieifen des Produkt-Wafers, ein Trennen 
von Produkt-Wafer und Trager-Wafer und ein Trennen des 

45 Produkt-Wafers in Chips vorsehen. Dazu wird im Verfah- 
rensschritt 57 der Wafer auf < 100 um dunngeschlifFen, im 
Verfahrensschritt 58 der Produkt-Wafer 1 auf minimal 
40 um geatzt. Diese minimal 40 um sind keine Grenze, son- 
dern werden in diesem Durchftihrungsbeispiel erreicht. Ein 

50 Dunnatzen laBt sich groBflachig auch bis zu Dicken von 
15 um und darunter durchfuhren. AnschlieBend wird der 
Wafer- Verbund aus Produkt-Wafer 1 und Trager-Wafer 2 
mit dazwischenliegender doppelseitig klebender Folie 5 mit 
dem dunngeschliffenen Wafer 1 auf einem mit Folie ge- 

55 spannten Sagerahmen im Verfahrensschritt 59 aufgeklebt 
Danach erfolgt ein Trennen des Produkt-Wafers 1 und des 
Trager- Wafers 2 iiber einen beheizbaren Chuck 4 bei bei- 
spielsweise 120°C im Verfahrensschritt 60, und schlieBlich 
wird der diinngeschliffene Produkt-Wafer 1 in dem mit einer 

60 Folie gespannten Sagerahmen in Chips gesagt 

[0052] Neben diesem Durchfuhrungsbeispiel eines Ver- 
fahrens zum planen Verbinden zweier Wafer fur ein Diinn- 
schieifen und ein Trennen eines Produkt-Wafers 1 in Chips 
gibt es weitere Varianten, die bereits oben beschrieben wur- 

65 den. Insbesondere kann mit der Vorrichtung nach Fig. 1 der 
Pumpquerschnitt wahrend des SchlieBens und Evakuierens 
der Vakuumkammers im Schritt 55 dadurch variiert werden, 
daB mittels einer Hubdurchfuhrung 32 in der Vakuumboden- 
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platte 29 der Vorrichtung na^^H. 1 der Chuck 4 zunachst 
in einer entfernten Position von der Vakuumhaltevorrich- 
tung 19 gehalten wird und erst kurz vor dem Abfallen des 
Produkt- Wafers 1 in eine Position gefahren wird, so daB der 
Abstand a nur wenige Millimeter zwischen Produkt- Wafer 1 5 
und TYager-Wafer 2 aufweist. 

[0053] Die Positionen der Wafer der Positionierungsstifte 
und der Fiihrungsstifte an den Randern der Wafer konnen 
variabei sein und jeweils der GroBe und Form der zu verbis 
denden Wafer angepaBt werden. Das Trennen des Produkt- 10 
Wafers 1 zu Chips kann vor einem Trennen des Produkt- Wa- 
fers 1 von dem Trager- Wafer 2 erfolgen, so daB beim Tren- 
nen des Produkt- Wafers 1 von dem Trager- Wafer 2 bereits 
nur noch Chips zur Weiterverarbeitung vorliegen. Andere 
fur den Fachmann naheliegende Variationen sind moglich, 15 
ohne den Schutzbereich der anliegenden Anspriiche zu ver- 
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47 Konusspitze der P^^Kierungsstifte 

48 Riickseite des ProduM-Wafers 
50-61 Verfahrensschritte 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum planen Verbinden zweier Wafer (1, 
2) aufeinander, aufweisend: . 

eine Vakuumkammer (3). rnit Evakuiereinrichtung Rir 
das Kammervolumen, 

einen Chuck (4) rnit Evakuiereinrichtung zur Auf- 
nahme eines Trager- Wafers (2) rnit einseitig auf dem 
Trager- Wafer (2) angebrachter doppelseitig klebender 
Folie (5) oder einer klebenden Schicht, 
eine Heizvorrichtung (8) zum Aufheizen des Chucks 
(4) und 

einen Vakuurnkammerdeckel (18) mit einer Vakuum- 
haltevorrichtung (19) fur einen Produkt-Wafer (1), die 
derart an dem Vakuurnkammerdeckel (18) angeordnet 
ist, daB der Produkt-Wafer (1) flachenkongruent tiber 
dem Trager- Wafer (2) vor dem Verbinden von Produkt- 
Wafer (1) und Trager- Wafer (2) in einem Abstand (a) 
hangend in der Vakuumkammer (3) angeordnet ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vakuumhaltevorrichtung (19)' Fiih- 
rungsstifte (9, 10) aufweist, die senkrecht aus ihrer 
Oberflache (20) herausragen und konisch geformt sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Konusgrundflache (11) der Fiihrungs- 
stifte (9, 10) auf der Vakuumhaltevorrichtung (19) po- 
sitioniert ist und die Konus-Spitze (13) aus der Vaku- 
umhaltevorrichtung (19) herausragt 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Fiihrungsstifte (9, 10) 
der Vakuumhaltevorrichtung (19) im Randbereich (21) 
des Produkt- Wafers angeordnet sind. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Fiihrungsstifte (9, 10) 
der Vakuumhaltevorrichtung (19) in Bezug auf den 
Chuck (4) derart angeordnet sind, daB eine prazise und 
ausgerichtete Ablage und Aufhahme des Produkt- Wa- 
fers (1) auf der doppelseitig klebenden Folie (5) oder 
auf der klebenden Schicht des Trager- Wafers (2) auf 
dem Chuck (4) sichergestellt ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorrichtung 
weiterhin aufweist: 

ein erstes Vakuumventil (6) zwischen einer Evakuier- 
einrichtung der Vakuumhaltevorrichtung (19) und dem 
Vakuurnkammerdeckel (18), 

ein zweites Vakuumventil (7) zwischen der Evakuier- 
einrichtung fur das Kammervolumen und der Vakuum- 
kammer (3), 

ein drittes Vakuumventil (22) zwischen der Evakuier- 
einrichtung des Chucks (4) und dem Chuck (4). 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mindestens drei Fiihrungsstifte (9, 10) 
auf der Vakuumhaltevorrichtung (19) angeordnet sind. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mindestens fiinf Fiihrungsstifte (9, 10) 
auf der Vakuumhaltevorrichtung (19)angeordnet sind. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Fiihrungs- 
stifte (9, 10) eine Lange aufweisen, die mindestens der 
Dicke (d) des Produkt- Wafers (1) plus dem Abstand (a) 
zwischen Produkt-Wafer (1) und doppelseitig kleben- 
der Folie (5) bzw. klebender Schicht und geringer als 
der Abstand zwischen der Oberflache der Vakuumhal- 
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1 Produkt-Wafer 

2 TYager-Wafer 

3 Vakuumkammer 

4 Chuck 

5 Doppelseitig klebende Folie 25 

6 Erstes Vakuumventil zwischen Evakuierungseinrichtung 
und Vakuurnkammerdeckel 

7 Zweites Vakuumventil zwischen Evakuierungseinrichtung 
und Vakuumkammer 

8 Heizvorrichtung 30 

9 Fiihrungsstifte 

10 Fiihrungsstifte 

11 Konusgrundflache 

12 Chuckoberflache 

13 Konusspitze 35 

14 Randbereich des Trager- Wafers 

15 Vertiefungen 

16 Nuten 

17 Bohrungen 

18 Vakuumkammerdeckel 40 

19 Vakuumhaltevorrichtung 

20 Oberflache der Vakuumhaltevorrichtung 

21 Randbereich des Produkt- Wafers 

22 Drittes Vakuumventil 

23 Positionierungsstift 45 

24 Positionierungsstift 

25 Konusgrundflache der Positionierungsstifte 

26 Beluftungsdffnung 

27 Beliiftungsoffnung 

28 Beluftungsdffnung 50 

29 Vakuumbodenplatte 

30 Stromdurchfuhrung 

31 Stromdurchfuhrung 

32 Hub- und Drehdurchfuhrung 

33Rohrstiick 55 

34 Vakuumleitung 

35 Rohrstutzen 

36 Vakuumkammerwand 

37 Rohrstiick 

38UntererFlansch 60 

39 Oberer Flansch 

40 O-Ring 

41 O-Ring 

42 Aktive Oberflache des Produkt-Wafers 

43 Rohrstutzen am Vakuumdeckel 3 65 

44 Vakuumleitung 

45 Vakuumleitung 

46 Vakuumleitung 
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tevorrichtung (19) des^^pbumkarnrnerdeckels (18) 

und der Oberflache (12) des Chucks (4) ist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Fiihrungs- 
stifte (9, 10) an ihrer Konusgrundflache (11) einen 5 
Durchmesser von 200 bis 1200 Mikrorneter aufweisen. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Fiihrungs- 
stifte (9, 10) an ihrer Konusspitze (13) einen Durch- 
messer von 100 bis 500 Mikrorneter aufweisen. 10 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Vakuumhal- 
tevorrichtung (19) Vertiefungen (15) aufweist, die mit 
einer Evakuiereinrichtung uber ein erstes Vakuumven- 

til (6) verbindbar sind. 15 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (15) konzentrische Nu- 
ten (16) sind, die in die Vakuumhaltevorrichtung (19) 
eingeformt sind und in ihrem Nutgrund Bohrungen 
(17) aufweisen, die mit der Evakuiereinrichtung fiir die 20 
Vakuumhaltevorrichtung (19) kommunizieren. 

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Chuck (4) 
Positionierungsstifte (23, 24) aufweist, die senkrecht 
aus der Oberflache (12) des Chucks (4) herausragen. 25 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Positionierungsstifte (23, 24) konisch 
geformt sind und ihre Konusgrundflache (25) auf der 
Oberflache (12) des Chucks (4) positioniert ist und die 
Konusspitze (13)aus der Oberflache (12) herausragt. 30 

16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Positionierungsstifte 
(23, 24) des Chucks (4) im Randbereich (14) des Tra- 
ger- Wafers (2) angeordnet sind. 

17. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 14 bis 16, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB die Positionierungsstifte 
(23, 24) des Chucks (4) in Bezug auf die Vakuumhalte- 
vorrichtung (19) derart angeordnet sind, daB eine pra- 
zise und ausgerichtete Ablage und Aufhahme des Pro- 
dukt- Wafers (1) auf der doppelseitig klebenden Folie 40 
(5) oder auf der klebenden Schicht des Trager- Wafers 
(2) auf dem Chuck (4) sichergestellt ist. 

18. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 14 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Positionierungsstifte 
(23, 24) des Chucks (4) eine Lange aufweisen, die ge- 45 
ringer oder gleich der Dicke (D) des Trager-Wafers (2) 
ist 

19. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 14 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Positionierungsstifte 
(23, 24) gegenuber den Fuhrungsstiften (9, 10) in Be- 50 
zug auf den Rand (14, 21) der zu verbindenden Wafer 
(1, 2) versetzt angeordnet sind. 

20. Verfahren zum planen Verbinden zweier Wafer (1, 
2) fur ein Diinnschleifen und Trennen eines Produkt- 
Wafers (1), wobei der eine Wafer ein Trager- Wafer (2) 55 
mit einer doppelseitig klebenden Folie (5) oder einer 
klebenden Schicht ist und der zweite Wafer ein Pro- 
dukt- Wafer (1) ist, wobei das Verfahren folgende Ver- 
fahrensschritte aufweist: 

- Aufziehen (51) der doppelseitig klebenden Fo- 60 
lie (5) oder der klebenden Schicht auf den Trager- 
Wafer(2), 

- Einlegen (52) des Trager- Wafers (2) zwischen 
Positionierungsstiften (23, 24) bzw. Pins auf einen 
Chuck (4) einer Vakuumkammer (3), 65 

- Einlegen (54) des Produkt- Wafers (1) zwischen 
Fuhrungsstiften (9, 10) einer Vakuumhaltevor- 
richtung (19) eines Vakuumkammerdeckels (18) 
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und Fixierd^^ Produkt- Wafers (1) durch Off- 
nen eines ersten Vakuurnventils (6), das die Vaku- 
umhaltevorrichtung (19) mit einer Evakuierein- 
richtung verbindet, 

- SchlieBen (55) der Vakuumkammer (3) und 
Evakuieren der Vakuumkammer auf ein gleiches 
oder hoheres Vakuum als das Vakuum der Vaku- 
umhaltevorrichtung (19) durch Offhen eines 
zweitsn Vakuurnventils (7), 

- Beluften (56) der Vakuumkammer (3) nach 
SchlieBen der Vakuumventile (6, 7, 22) und Off- 
nen von Beluftungsoffnungen (26, 27, 28) unter 
gleichzeitigem planen Aufeinanderpressen der 
Wafer (1, 2) durch den ansteigenden Druck in der 
Vakuumkammer (3). 

21. Verfahren nach Anspruch 20, gekennzeichnet 
durch Diinnschleifen (57) des plan aufgeklebten Pro- 
dukt- Wafers (1) auf eine Dicke unter 100 Mikrorneter. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, gekennzeichnet 
durch Diinnatzen (58) des plan aufgeklebten und unter 
100 Mikrorneter dunngeschliffenen Produkt- Wafers (1) 
auf eine Dicke (d) bis zu 15 Mikrorneter. 

23. Verfahren nach Anspruch 21 oder Anspruch 22, 
gekennzeichnet durch TYennen des auf dem Trager- Wa- 
fer (2) aufgeklebten diinn geschliffenen Produkt- Wa- 
fers (1) in einzelne Chips. 

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 12, ge- 
kennzeichnet durch Aufheizen der plan verbundenen 
Wafer (1, 2) auf einem beheizbaren Chuck (4) auf die 
Schmelztemperatur der Folie (5). 

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 22, 
gekennzeichnet durch Aufkleben (59) des diinn ge- 
schliffenen Produkt-Wafers (1) mit TVager-Wafer (2) 
auf einen mit Folie gespannten Sagerahmen. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, gekennzeichnet 
durch Trennen (60) des Produkt-Wafers (1) von dem 
Trager- Wafer (2) uber einem auf oberhalb der Lose- 
temperatur der Folie oder des Klebers beheizten Chuck 
(4). 

27. Verfahren nach Anspruch 26, gekennzeichnet 
durch Sagen (61) des Produkt-Wafers (1) zu Chips. 
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1 . Deckfolie der temperaturloslichen Folie entfernen. 
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Aufziehen der temperaturloslichen, 
doppelseitig klebenden Folie au f den Trager. 
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Einlegen des Tragers zwischen den ^ 

Pins am Chuck des Halbautomaten. 
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2. Deckfolie der temperaturloslich en Folie entfernen. 
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Ansaugen des zu schleifenden Produktwafers 
zwischen den Pins des Deckels des Halbautomaten. 
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SchlieBen der Vacuumkammer und evakuieren 
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Beluften der Kammer und Herausnehmen 
der aufeinandergeklebt en Wafer 



Dunnschleifen der Wafer a uf < W\m 
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Atzen auf minimal 40^m 
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Aufkleben des dunngeschliffenen Wafers 
auf einen mit Folie gespannten Sagerahmen 
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Trennen des Produktwafers und des Tragers 
uber einen heizbaren Chuck (1 20°C) 
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Sagen der Chips 
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